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	设备参数
	水冷接口
	电气规格
	读出芯片参数
	1数量包括中心孔35 × 35 px，即2 × 2 mm2
	读出芯片布局
	该探测器由14.1×14.1 mm²的读出芯片组装而成，芯片通过凸点键合与传感器层相连。
	硅传感器：为单片式传感器，在整个有效区域内均具备完整感光能力。在芯片边界处，像素尺寸增大：内侧边缘像素为55×110 μm²，拐角区域像素为110×110 μm²。
	碲化镉传感器：由四片拼接而成，传感器片间存在20–30 μm的拼接间隙。与硅传感器相同，靠近拼接边缘的像素尺寸放大至55×110 μm²，拐角处像素为110×110 μm²。
	带孔                                                                                           不带孔
	AdvaPIX  MAGIC Quad                                      AdvaPIX MAGIC Quad (with pin hole – illustrative)
	基本原理、测量类型与工作模式
	工作模式:
	测量类型：
	性能特点

	设备描述
	+12 伏直流电源接口
	USB 3.0 接口
	数字输入 / 输出接口

	机械尺寸
	未配备防护罩时禁止操作！
	L形变体
	带孔变体
	对于碲化镉（CdTe）传感器，其灵敏区由四块横向错位的传感器构成，环绕中心一个 2×2 平方毫米的束流孔排布。相邻传感器之间的间隙约为 20–30 微米。在芯片边缘区域，像素尺寸有所增大，沿边缘方向为 55×110（微米）。
	对于硅传感器，探测区域为连续且完全灵敏的结构，探测片之间无间隙。其读出芯片采用相似布局，中心同样设有 2×2 平方毫米的开孔。硅传感器版本的总灵敏区面积（含开孔）为 26.2×26.2 平方毫米。在芯片边缘区域，像素尺寸同样有所增大，内侧边缘像素为 55×110 平方微米。
	详细方案见下图。

	安全使用说明
	废弃处置

	发布历史

